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超薄型テレビや超高機能携帯電話など，身の回りにあふれ

る家電製品は「超」がつくようなものばかり。電車や街中で

のケータイやモバイルPCによるインターネットアクセスな

どはもう日常の風景です。エレクトロニクスや情報通信技術

の進歩には目を見張るものがあり，その進歩は半導体メモリ

など先端デバイスの革新的発展の上に成り立っています。言

うまでもなく，デバイス技術は総合技術であり，材料，設計，

プロセス，実装，評価など，すべての技術が高度に連携する

ことによって実現されています。限られた誌面ではあります

が，本特集ではこれら技術を可能なかぎり網羅的に取り上げ，

全貌をご紹介させていただくこととしました。

シリコンデバイスは光の限界を超えて微細化・高速化への

挑戦が続いていますが，その次の製造方法として次世代露光

技術（NGL：Next Generation Lithography）の開発が世界中で

活発化しています。「technotalk」では，EUV（極端紫外線）

による露光技術や他の注目されるNGL技術に関して，最先端

の専門家による座談会を行いました。この道のプロたちによ

る高い見識に裏打ちされた深い技術討論となっており，ぜひ

ご一読いただきたいと思います。

一方で，人間生活とのインタフェースとして大面積やフレ

キシブル対応などデバイスへの新たな要求も出ています。ポ

ストシリコンデバイスとして今後の拡大に大きな期待が寄せ

られている，有機半導体デバイスの技術動向と今後の展望に

ついて解説記事を掲載しました。コスト面での優位性や環境

負荷が小さいことが期待できるなど，新たな付加価値創造が

可能であり，日立においても社内外連携を進めながら精力的

に研究開発を進めている分野でもあります。

半導体製造に用いられるパターン形成のリソグラフィー

は，実用的な製造に向けてはリソグラフィー特性を考慮した

パターン設計技術が必要となっています。そこではシミュレー

ション技術の活用や計測ツール併用による限界への挑戦が行

われています。本特集では，デバイス設計とリソグラフィー

における技術課題と展望，および，計測ツールの最新状況を

解説しました。また，プロセス技術としては，高速・高密度

デバイスに不可欠な新材料に対応する絶縁膜エッチング装

置，プラズマ処理装置の最新技術をご紹介しています。量産

が始まった45 nm世代デバイスに加え，研究開発が加速して

いる32 nm世代以降のデバイス開発にも大きな威力となるも
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のと思います。

車載用エレクトロ二クスの大幅拡大，テレビやエアコンの

世界規模での需要拡大などを背景にパワー半導体も大きな成

長を続けています。過酷な条件でも信頼性の高い実装技術は

パワー半導体の適用拡大に不可欠な技術であり，本特集では，

後工程であるダイボンディング技術の最新動向についてパワー

モジュール用ダイボンダを例にご紹介します。コストも十分

考慮した生産技術が求められる実装分野では，基板組立工程

における小型高密度機器などの組立に不可欠なモジュラーマ

ウンタ装置，および大型ディスプレイ基板用液晶充填装置に

おいて生産性を大きく向上した低コスト実装技術をご紹介し

ます。これら論文から実際の製造現場の様子などに思いを馳

せていただけたらと思います。例えばご紹介したマウンタは

1秒間に25個以上の部品を連続で基板上に搭載可能で，その

姿は正にマシンガンの連射のようです。

日立グループが精力的に進めております先端技術開発と各

種装置群が，読者皆様のご参考となり，お役に立つことがで

きれば幸いです。
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最先端デバイスを支える
キーテクノロジー

1990年代以降，ICT（Information and Communication Technology）の飛躍的
な発達は，われわれを取り巻く生活環境に劇的な変化をもたらした。超薄型テレビや
超高機能携帯電話など，身近な家電製品は目覚ましい進化を遂げ，新たなコミュニ
ケーションの可能性を広げている。インターネットによる高品質かつ高速な動画配信
も日常の風景となり，いよいよ「放送と通信の融合・連携」時代に突入した。
これらの背後に，液晶ディスプレイや半導体といった先端デバイスの大きな進歩が
あったことは言うまでもない。デバイス技術は，材料，設計，プロセス，実装，評価など，
すべての技術の高度な連携によってもたらされる総合技術であり，グローバルな
市場競争に勝ち残っていくためには，オープンかつ緊密なパートナーシップが求めら
れる。
日立グループは，最前線における技術動向を常に先取りし，研究開発と技術の実用
化を推進してきたが，それらの実績と経験を生かしながら，微細化加工の限界をはじ
め，最先端デバイスの技術課題を克服する新たなブレークスルーを追求していく。
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日立グループの映像ポータルサイト「Hitachi Theater」
http://www.film.hitachi.jp/
「Hitachi Theater」は，日立グループの映像ポータルサイトです。日立グループが取り組むビジネスやサービス，技術

をわかりやすく紹介するオリジナル映像とともに，他では見ることのできない，歴史的にも貴重な秘蔵フィルムや，

気楽に楽しめる映像トピックスを多数ご用意しています。日立グループ横断広告「つくろう。」キャンペーンの

CM映像なども公開中です。ぜひご覧ください。

information

かつて日本の鉄は「たたら吹き」という方法で作
られていました。たたらとは炉の中に砂鉄と木炭
を投入し，風を送って燃焼させ，鉄を作りあげる
製鉄技術。現在は島根県の奥出雲地方にある「日
刀保たたら」で続けられています。日立はこの
「たたら」操業に技術援助を行っています。本映像
は過酷なたたら操業の現場に密着した，ドキュメ
ンタリー映像です。

NEW

シリーズ「開拓者たち」
第一話　自主独創

たたら吹き
引き継がれる千年の技

2010年に創業100周年を迎える日立製作所。その
歴史を辿る映像シリーズの第一弾。創業者小平浪
平は将来が約束された一流企業のエリート技術者
の地位を捨ててまで，なぜ，草深い日立の山奥に
身を投じたのか。青年時代から芽生えた小平の自
主技術の夢に迫りながら，日立製作所「創業」の
原点に迫ります。

日立ロンドン展

2008年2月20日から2日間にわたってイギリス・ロ
ンドンで日立の展示会が開催されました。人々の
生活に貢献する日立の技術を紹介する展示会の
テーマは“LIFE”。エンタテインメント性のある体
験型展示「エクスペリエンス」エリアをはじめ，
セミナーやビジネスセッションの模様を紹介します。

光トポグラフィがひらく未来
日立製作所フェロー　小泉英明　前編

モノづくりに魅せられて
日立製作所フェロー　小泉英明　後編

1971年の日立入社以来，環境・医療・脳計測分野
における技術開発をリードしてきた小泉英明フェ
ロー。原理発見から商品化まで，多くの革新技術
を手がけてきた小泉フェローが今，取り組むのは
みずから発明した脳機能計測技術「光トポグラ
フィ」による「人の心」の探求。これまで科学が
踏み込むことのなかった「人間」に挑戦する一人
の日本人科学者を紹介するドキュメンタリー映像
です。「前編」では現在の研究テーマを，「後編」では
「モノづくり」の原点をそれぞれ解説しています。
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